


































专利名称(译) 用于有机电子器件的元件封装的树脂组合物，用于有机电子器件的元件封装的树脂片，有机电致发光元件
和图像显示器件

公开(公告)号 US20160020423A1 公开(公告)日 2016-01-21

申请号 US14/868001 申请日 2015-09-28

申请(专利权)人(译) 古河电气股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 古河电气股份有限公司.

[标]发明人 SAITO KEIJI
AOYAMA MASAMI
ISHIGURO KUNIHIKO
MIHARA NAOAKI
MIEDA TETSUYA

发明人 SAITO, KEIJI
AOYAMA, MASAMI
ISHIGURO, KUNIHIKO
MIHARA, NAOAKI
MIEDA, TETSUYA

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/5246 H01L51/004 H01L27/3241 H01L51/0036 H01L51/5259 H01L51/0077 C08K5/0091 
C08L23/22 H01L51/5253

优先权 2013074750 2013-03-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种用于有机电子器件和其他物品的元件封装用树脂组合
物，其通过不仅捕获用于有机电子器件的元件封装的树脂组合物的前表
面或侧表面上的水分而具有优异的长期可靠性和优异的可见性而且，水
分渗透通过用于有机电子器件的元件封装的树脂组合物的内部。树脂组
合物包含在主链或侧链中含有聚异丁烯骨架且重均分子量（Mw）为
300,000或更高的聚异丁烯树脂（A）;作为主要成分的增粘剂（B），含
有具有吸湿性的有机金属化合物（C），含水率为1000ppm以下。
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